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利用光声显微成象技术，对光学不透明材料的表面或亚表面的微细结构进行成象检测和

研究正引起越来越广泛的兴趣。这种新成象技术是将强度经过调制的激光束聚焦在材料的表

面，样品将全部〈或部分〉吸收的光能转变为热能，周期性热流则产生声信号，携带着样品表

面或亚表面结构的信息。当聚焦的光点在样品表面进行光栅式扫描时，产生的光声信号经处

理后显示于萤光屏上，即得到样品显微结构的光声象。

由于集成电路等半导体器件是多层结构，特别需要对其亚表面的特性进行非破坏性检测，

利用光声显微成象技术检测这类电子器件是相当有效的.

我们在过去工作的基础上，将扫描光声显微镜系统进行改进，使原来只有 4 个灰度等级

的记忆示波器显示，改为具有 16 个灰度等级的存储显示系统，从而使得成像质量大为提高，

而且更适用于能产生不同强度光声信号的多层结构样品的检测与显示，更有效地反映样品表

面或亚表面的显微结构图象。

光声显微镜系统可由调节锁定放大器的相位来得到样品亚表面的深度剖面结构象。我们

利用此系统对集成电路进行检测，以不同的相位得到不同深度的象。其中同相位成象通常称

为振幅象。而正交相位成象则通常称为相位象。为对照起见，拍摄了上述两种象及该集成电

路的光学象的照片。从三种照片的比较中，可以得出下面结论(1)在两张光声象的照片上，

显示出集成电路所存在的缺陷，但在光学象的照片上却没有显示出来，说明这种缺陷是样品

亚表面的缺陷。 (2)振幅象主要代表表面形貌，它可以与光学象相对照，而相位象则可显示

亚表面显微结掬，而不需要破坏表面层。

由此说明，利用光声显微镜'可对集成电路的亚表面显微结构提供极有价值的资料，并可

能进行分层分析，为各种集成电路或其它电于器件的研究和生产提供有效的非破坏性和非侵

入性的检测方法.
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